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ABSTRAK

PT Garudafood Putra Putri Jaya merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia.
Perusahaan yang berlokasi di Jawa Timur ini memiliki fokus dalam memproduksi biskuit, salah satunya adalah wafer stick.
Proses produksi yang dilakukan secara terus menerus membuat perusahaan memerlukan perhatian ekstra dalam
mengendalikan kualitas wafer stick yang renyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas dan nilai sigma
produk wafer stick selama bulan September 2023 — Desember 2023, serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan
kualitas produk wafer stick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk wafer stick terdapat tiga jenis defect, yaitu
panjang stick (35,09%), diameter stick (53,39%), dan visual stick (11,52%). Saat ini, perusahaan berada di level 2,08 sigma
dari nilai 6 sigma dengan kapabilitas kapabilitas proses 0,69 yang artinya kapabilitas proses nya masih kurang. Menggunakan
fishbone diagram, diketahui terdapat tiga penyebab defect, yaitu faktor mesin, faktor metode, dan faktor manusia. Berdasarkan
metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), diketahui RPN (Risk Priority Number) tertinggi pada defect panjang stick
adalah sensor error sebesar 175. Pada defect diameter stick, RPN tertinggi adalah spinner tidak pas dengan suhu oven dan
nozzle aus sebesar 144. Pada defect visual stick, RPN tertinggi adalah spinner tidak pas dengan suhu oven sebesar 150.
Usulan perbaikan yang diberikan adalah membuat standar penggantian sensor mesin baking, melakukan cleaning pada
sensor selama dua jam sekali, melakukan evaluasi terhadap standar spinner yang telah ditetapkan, memberikan training atau
pelatihan kepada operator mengenai sop dalam penggunaan spinner mesin, dan membuat standar waktu penggantian nozzle
pada nozzle yang bermasalah.

Kata kunci: DPMO; FMEA; pengendalian kualitas; six sigma; wafer stick.

ABSTRACT

PT Garudafood Putra Putri Jaya is one of the largest food and beverage companies in Indonesia. This company, which is
located in East Java, focuses on producing biscuits, one of which is wafer sticks. The continuous production process means
the company requires extra attention in controlling the quality of the crispy wafer sticks. The aim of this research is to identify
the quality and sigma value of wafer stick products during September 2023 - December 2023, as well as provide
recommendations for improvements to improve the quality of wafer stick products. The research results showed that in wafer
stick products there were three types of defects, namely stick length (35.10%), stick diameter (53.40%), and stick visual
(11.50%). Currently, the company is at level 2.08 sigma from a value of 6 sigma with a process capability of 0.69, which
means its process capability is still lacking. Using the fishbone diagram, it is known that there are three causes of defects,
namely machine factors, method factors and human factors. By using the FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) method,
it is known that the highest RPN (Risk Priority Number) for stick length defect is a sensor error of 175. For stick diameter
defects, the highest RPN is that the spinner does not match the oven temperature and the nozzle is worn at 144 .In visual
stick defect, the highest RPN is that the spinner does not match the oven temperature of 150. The improvement suggestions
given are to make baking machine sensor replacement standards, clean the sensor every two hours, evaluate the spinner
standards that have been set, provide training for operators regarding the rules for using the machine spinner, and establish
a standard nozzle replacement times for problematic nozzles.

Keywords: DPMO; FMEA; quality control; six sigma; wafer stick.

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, sektor industri akan semakin
beragam. Persaingan yang kompetitif membuat dunia
industri semakin inovatif dalam mengembangkan strategi
agar mampu bertahan (Sahelangi & Wulandari, 2023). Pada
seluruh sektor industri, kualitas memiliki interpretasi praktis
sebagai perasaan terhadap keunggulan mutu suatu produk.
Kualitas merupakan atribut persepsi, kondisional, dan sedikit
subjektif (Singh & Khanduja, 2014). Kualitas yang baik dapat

menarik perhatian konsumen serta memuaskan kebutuhan
dan keinginannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya
perbaikan kualitas dan perbaikan proses pada seluruh
sistem produksi dalam menghasilkan produk dengan kualitas
yang baik serta dengan waktu yang relatif singkat
(Suryatman et al., 2020).

Six sigma adalah sebuah metode yang bertujuan untuk
membuat industri sukses secara komprehensif dan fleksibel.
Pengukuran six sigma didasari oleh standar-standar yang
telah ditetapkan oleh perusahaan dalam mengendalikan
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kualitas produk (Elfanda, 2021). Metode six sigma pertama
kali digunakan di Motorola pada tahun 1980-an. Sejak saat
itu, six sigma dikenal sebagai metode yang dapat membantu
perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang
signifikan. Selain meningkat kinerja perusahaan, six sigma
juga dapat membantu perusahaan dalam mencapai biaya
yang lebih rendah, membantu memecahkan permasalahan,
serta peningkatan kualitas produk dengan cara
menghilangkan akar penyebabnya (Jirasukprasert et al.,
2015). Secara sederhana, six sigma adalah suatu
metodologi yang memiliki tingkat kegagalan sebanyak 3,4
unit dalam satu juta produk (Bahauddin & Arya, 2020). Pada
suatu industri, metode ini banyak digunakan dalam
menyelesaikan permasalahan yang paling mendasar serta
mengurangi variabilitas dalam proses (Ishak et al., 2019).

Pada pengendalian kualitas, diperlukan pula suatu
tindakan pencegahan untuk menganalisa kegagalan dalam
mengidentifikasi potensi, penyebab, seta efek kegagalan
yang akan terjadi. Upaya pencegahan tersebut dapat
dilaksanakan dengan menerapkan konsep FMEA (Failure
Mode and Effect Analysis) (Widyarto et al., 2015). FMEA
merupakan sebuah metode preventif yang memerlukan
prediksi kesalahan dan menyediakan metode untuk
mencegah kesalahan. Penerapan FMEA yang tepat dapat
memberikan hasil yang efektif untuk mengidentifikasi risiko
(Hamta et al., 2021). FMEA memiliki fokus utama dalam
mencegah potensi kegagalan dalam desain, proses, atau
sistem baru agar dapat mencapai standar rancangan yang
diinginkan. Selain itu, tujuan lain dari FMEA adalah
mengembangkan, mengevaluasi, dan meningkatkan metode
desain serta uji coba untuk menghilangkan kegagalan serta
menghasilkan produk yang bersaing di tingkat global
(Sharma & Srivastava, 2018). Dengan demikian,
penggunaan FMEA pada industri pangan dapat membantu
perusahaan memenuhi harapan konsumen dan tetap
bersaing di pasar global.

PT Garudafood Putra Putri Jaya merupakan salah satu
perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di
Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Jawa Timur ini
memiliki fokus dalam memproduksi makanan ringan atau
biskuit. Makanan ringan atau camilan adalah jenis makanan
yang digunakan untuk menekan rasa lapar dalam jangka
waktu tertentu. Wafer adalah salah satu jenis camilan yang
sering ditemui di pasaran (Meilyta et al.,, 2023). Wafer
merupakan makanan ringan yang tipis, renyah, dan
umumnya terbuat dari tepung terigu. Wafer memiliki
beberapa macam bentuk, seperti wafer datar, wafer
berongga, wafer kerucut, dan wafer stick (Wrigley et al.,
2016). Wafer memiliki kadar air sekitar 2% dengan ketebalan
kurang dari 1 mm. Tekstur yang renyah pada wafer
disebabkan karena adanya hasil dari sisa kelembaban yang
rendah setelah terjadinya proses pemanggangan
(Tiefenbacher, 2017). Salah satu defect yang paling dominan
pada wafer stick di PT Garudafood Putra Putri Jaya adalah
kebocoran kemasan visual. Faktor penyebabnya adalah
panjang stick yang tidak memenuhi standar perusahaan,
diameter stick yang tidak memenuhi standar perusahaan,
serta visual stick yang tidak memenuhi standar perusahaan.
Dengan demikian, proses baking yang kurang tepat dapat
mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Aditya &
Puspitasari (2023) tentang analisis penyebab defect produk
wafer roll 8,5 gram pada proses packing di PT. Dua Kelinci
didapatkan bahwa jenis defect produk yang terjadi yaitu
cacat melipat atau adanya lipatan pada seal kemasan (245
pcs), cacat nyacah atau adanya robekan pada seal kemasan
(132 pcs), dan cacat nandes atau adanya cetakan seal pada
body kemasan(15 pcs) dengan faktor penyebabnya mesin,
manusia, material, dan metode. Penelitian yang dilakukan
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Sutiyarno & Chriswahyudi (2019) tentang pengendalian
kualitas dan pengembangan produk wafer osuka pada PT.
Indosari Mandiri diketahui memiliki dua jenis kecacatan yaitu
pada saat pelapisan cream (creaming) dan pada saat
pemotongan wafer (cutting). Berdasarkan hasil yang didapat,
nilai DPMO (Defect Per Million Opportunities) nya adalah
121.597 dengan level sigma 2,67. Pada penelitian Suherman
& Cahyana (2019) tentang pengendalian kualitas pada
produk wafer disebutkan terdapat 10 jenis defect, yaitu
dimensi tidak standar, sheet wafer geripis, berat sheet over,
cutting blade putus, rasa tidak standar, warna gelap/ketuaan,
kemasan jumper, seal kemasan miring, suhu eror, serta
kemasan gandeng. Defect paling dominan terdapat pada
dimensi tidak standar sebanyak 6.453 pcs dengan
persentase 49,75%. Dengan demikian, pada penelitian ini
akan dilakukan identifikasi kualitas dan nilai sigma produk
wafer stick di PT Garudafood Putra Putri Jaya selama bulan
September 2023 — Desember 2023, serta pemberian usulan
perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk wafer stick.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan pada perusahaan PT Garudafood
Putra Putri Jaya yang terletak di Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan
pada bulan September 2023 — Desember 2023. Adapun
sampel yang digunakan merupakan produk wafer stick di PT
Garudafood Putra Putri Jaya. Pada penelitian ini akan
dilakukan pengambilan sampel sebanyak 30 kali selama 30
hari. Pengambilan sampel dilaksanakan pada 30 Oktober
2023 — 8 Desember 2023. Terdapat empat tahapan dalam
penelitian ini, yaitu tahap define, tahap measure, tahap
analyze, dan tahap improve.

Define

Tahap define merupakan tahap pendefinisian
permasalahan yang ada pada perusahaan. Tahapan ini
berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan
untuk mengurangi atau memperbaiki masalah yang dapat
mempengaruhi kualitas produk (Hakimi et al., 2018). Pada
tahap ini juga digunakan check sheet untuk memudahkan
proses pengendalian kualitas. Menurut Salangka et al.
(2022) check sheet merupakan suatu alat untuk
mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan
bentuk tabel untuk menyederhanakan proses pengumpulan
dan analisis data.

Measure

Tahap measure merupakan tahap penentuan skor
DPMO dan nilai sigma yang bertujuan untuk mengukur dan
menentukan nilai kapabilitas sigma di perusahaan (Fatimah
& Wahyuni, 2023). Pada tahap ini juga dilakukan pengujian
normalitas data, pembuatan peta kendali p, dan perhitungan
kapabilitas proses. Uji normalitas adalah prosedur pengujian
yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data
memiliki distribusi yang normal (Sintia et al., 2022).
Pembuatan peta kendali p dilakukan untuk mengetahui
apakah pengendalian kualitas pada industri sudah terkendali
atau belum (Khomah & Rahayu, 2015). Kapabilitas proses
adalah indikator kinerja penting yang mencerminkan
kemampuan suatu proses untuk menghasilkan produk
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh
manajemen, berdasarkan pada kebutuhan dan harapan
pelanggan (Rimantho & Athiyah, 2019).

Analyze
Tahap analyze merupakan tahap analisis terhadap
penyebab utama permasalahan yang menyebabkan kinerja



sigma pada proses menurun menggunakan fishbone
diagram (Probokusumo et al., 2022). Fishbone diagram
merupakan alat untuk menganalisis dan mengilustrasikan
suatu proses dengan menunjukkan penyebab utama dan
sub penyebab yang menimbulkan suatu akibat (Taher &
Alam, 2014).

Improve

Tahap improve merupakan tahap pembuatan
perencanaan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah
atau mengatasi penyebab terjadinya cacat. Rencana
perbaikan ini ditetapkan dengan menggunakan metode
FMEA (Firmansyah & Yuliarty, 2020). FMEA merupakan
sebuah alat yang efektif untuk menganalisis dan
meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. FMEA dapat
mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kegagalan pada
setiap tahap, sehingga dapat segera mengusulkan langkah-
langkah perbaikan pada tahap awal implementasi (Wu et al.,
2021). Perhitungan FMEA berdasarkan pada rumus RPN
(Risk Priority Number), yaitu S x O x D. Severity (S) atau
tingkat keparahan adalah penilaian terhadap keseriusan dari
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efek yang ditimbulkan. Occurace (O) atau tingkat kejadian
adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi
dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa
penggunaan produk. Detection (D) atau tingkat deteksi
adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan
atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Semakin
tinggi peringkat yang diberikan, maka akan semakin tinggi
pula hasil dari kriteria yang diberikan (Anthony, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Define

Pada tahap  define dilakukan pendefinisian
permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Garudafood
Putra Putri Jaya. Tujuan dari tahap ini adalah
mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul di suatu
perusahaan dengan cara mengidentifikasi proses produksi
dan menetapkan CTQ (Critical to Quality). Adapun hasil
check sheet dalam pendefinisian permasalahan produk
wafer stick terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase defect wafer stick di PT Garudafood Putra Putri Jaya

Sub grup Jumlah Sampel (pcs) Jenis Cacat Jumlah Cacat (pcs)
Panjang Stick Diameter Stick Visual Stick

1 150 22 71 10 103
2 150 26 51 11 88
3 150 91 76 28 195
4 150 26 57 20 103
5 150 45 40 13 98
6 150 42 64 26 132
7 150 142 137 53 332
8 150 111 102 41 254
9 150 83 77 13 173
10 150 47 26 17 90
11 150 27 42 11 80
12 150 128 76 31 235
13 150 50 50 13 113
14 150 33 41 10 84
15 150 44 35 10 89
16 150 32 68 13 113
17 150 33 86 18 137
18 150 70 128 9 207
19 150 29 46 14 89
20 150 16 59 19 94
21 150 16 138 1 155
22 150 20 141 0 161
23 150 30 94 0 124
24 150 4 64 0 68
25 150 8 5 1 14
26 150 29 45 11 85
27 150 31 45 8 84
28 150 18 55 13 86
29 150 45 55 17 117
30 150 34 52 6 92

Jumlah 4500 1332 2026 437 3795
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Identifikasi Proses Produksi

Identifikasi proses produksi dilakukan untuk memahami
bagian proses yang seringkali menjadi penyebab defect
produk. Langkah pendefinisian ini dilakukan pada proses
mixing adonan, mixing cream, baking, dan packaging
dikarenakan sering terjadinya ketidaksesuaian produk atau
kecacatan produk wafer stick pada proses ini.

Menentukan CTQ (Critical to Quality)

CTQ (Critical to Quality) adalah atribut atau elemen vital
dari suatu produk atau proses karena secara langsung
terkait dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Pada
saat menentukan CTQ, spesifikasi produk yang disesuaikan
dengan kebutuhan pelanggan serta frekuensi kesalahan
yang terjadi dalam proses pembuatan wafer stick akan
diperhitungkan. Berdasarkan observasi dan wawancara
yang telah dilakukan pada tiga QC (Quality Control) wafer
stick di area baking, diketahui terdapat tiga jenis defect pada
wafer stick, yaitu panjang stick, diameter stick, dan visual
stick.

Diagram Pareto
Diagram pareto digunakan dalam penentuan defect yang
paling dominan, sehingga akan dengan mudah
teridentifikasi. Pembuatan diagram pareto didasarkan pada
perhitungan persentase defect yang terdapat pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa defect diameter stick
merupakan jenis defect tertinggi yakni sebesar 53,39%,
diikuti dengan defect panjang stick sebesar 35,09%, dan
terakhir defect visual stick sebesar 11,52%. Adapun bentuk
diagram pareto terdapat pada Gambar 1.

100.00%
2500 100%
90%
2000 88.48% 80% %
5 70% S
& 1500 60% E
2 53.399 50% ¥
T 1000 40% &
30% £
500 20% &
. 10% 2
0 0%
Diameter Panjang  Visual Stick
Stick Stick

Jenis Defect

mmmm Frekuensi == Presentase Kumulatif

Gambar 1. Diagram pareto defect wafer stick di PT
Garudafood Putra Putri Jaya

Berdasarkan diagram pareto yang terdapat Gambar 1
semakin jelas terlihat bahwa defect diameter stick
merupakan penyumbang persentase defect terbesar di
angka 53,39% dengan frekuensi sebesar 2.026 pcs. Dengan
demikian, jenis defect diameter stick termasuk ke dalam
kategori cacat mayor serta menjadikan CTQ defect diameter
stick sebagai masalah yang harus ditangani terlebih dahulu.

Measure

Pada tahap measure dilakukan pengukuran berdasarkan
banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT
Garudafood Putra Putri Jaya. Tujuan dari tahap ini adalah
untuk menentukan status produksi berdasarkan tingkat
DPMO, level sigma, dan kapabilitas proses.
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Uji Normalitas

Sebelum mengukur level sigma, sebaiknya dilakukan
pengujian normalitas terlebih dahulu. Pada penelitian ini,
dilakukan uji normalitas menggunakan metode uji
Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil yang telah
didapatkan, diketahui nilai Asymptotic Significance pada
proses produksi wafer stick adalah 0,200 > 0,05 sehingga
data tergolong berdistribusi normal.

Pembuatan Peta Kendali P

Perhitungan dalam proses pembuatan peta kendali p
untuk menetapkan proporsi, nilai tengah, serta batas atas
dan batas bawah adalah sebagai berikut:

- Perhitungan Proporsi (p)

Jumlah Cacat (1)
Jumlah Produksi

B:

- Perhitungan Nilai Tengah (CL)

CL=P )
_X p
CL=3— (3)

- Perhitungan Batas Kendali Atas (UCL)

UCL=P+ /@ )

- Perhitungan Batas Kendali Bawah (LCL)

3|P(1-P)

LCL=pP— |72 (5)

Adapun peta kendali p untuk defect wafer stick terdapat
pada Gambar 2. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada
Gambar 2, diketahui nilai tengah yang didapatkan adalah
sebesar 0,84 dengan UCL sebesar 0,94 dan LCL sebesar
0,75. Sebagian besar data sampel berada di luar batas
kendali (out of control). Oleh karena itu, diperlukan tindakan
perbaikan untuk memperbaiki proses yang ada. Adapun
tindakan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan
menganalisis penyebab terjadinya defect serta memberikan
usulan perbaikan sesuai defect produk.

24
2.1
1.8
1.5
B 1.2
g 0.9

o - P4

O 05 N & W o8 \ r.(b
0.3
0

1 3 5 7 9 11131517 19 21 23 25 27 29

Sub grup
e=@==Proporsi ==@==UCL LCL

Gambar 2. Peta kendali p defect wafer stick



Perhitungan Nilai DPO, DPMO, Level Sigma, dan
Kapabilitas Proses
Sebelum dilakukan perhitungan nilai level sigma,

dilakukan perhitungan DPO (Defect Per Opportunity) dan
DPMO terlebih dahulu. Berdasarkan hasil perhitungan DPO
dan DPMO, selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai
level sigma dengan mengkonversi nilai DPMO dengan
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bantuan tabel sigma, kemudian diinterpolasikan. Selanjutnya
akan dilakukan pengukuran kapabilitas proses untuk
mengevaluasi  kemampuan  suatu  proses  dalam
menghasilkan produk. Adapun rumus perhitungannya
adalah sebagai berikut:

- Nilai DPO

Jumlah Cacat (6)
Jumlah UnitxCTQ

DPO =

Tabel 2. Persentase defect wafer stick di PT Garudafood Putra Putri Jaya

No Jenis Cacat Frekuensi (pcs)

Frekuensi Kumulatif (pcs)

Presentase dari Presentase Kumulatif

Total (%) (%)

1 Diameter stick 2026 2026 53,39 53,39

2 Panjang stick 1332 3358 35,09 88,48

3 Visual stick 437 3795 11,52 100,00

Tabel 3. Perhitungan DPO, DPMO, level sigma, dan kapabilitas proses

Sub grup Jumlah Sampel (pcs) Jumlah Cacat (pcs) CTQ DPO DPMO Nilai Sigma Cp
1 150 103 3 0,23 230.000 2,24 0,75
2 150 88 3 0,20 200.000 2,34 0,78
3 150 195 3 0,43 430.000 1,68 0,56
4 150 103 3 0,23 230.000 2,24 0,75
5 150 98 3 0,22 220.000 2,27 0,76
6 150 132 3 0,29 290.000 2,05 0,68
7 150 332 3 0,74 737.778 0,86 0,29
8 150 254 3 0,56 564.444 1,35 0,45
9 150 173 3 0,38 384.444 1,81 0,60
10 150 90 3 0,20 200.000 2,34 0,78
11 150 80 3 0,18 180.000 2,42 0,81
12 150 235 3 0,52 520.000 1,45 0,48
13 150 113 3 0,25 250.000 2,17 0,72
14 150 84 3 0,19 190.000 2,38 0,79
15 150 89 3 0,20 200.000 2,34 0,78
16 150 113 3 0,25 250.000 2,17 0,72
17 150 137 3 0,30 300.000 2,02 0,67
18 150 207 3 0,46 460.000 1,60 0,53
19 150 89 3 0,20 200.000 2,34 0,78
20 150 94 3 0,21 210.000 2,31 0,77
21 150 155 3 0,34 340.000 191 0,64
22 150 161 3 0,36 360.000 1,86 0,62
23 150 124 3 0,28 280.000 2,08 0,69
24 150 68 3 0,15 150.000 2,54 0,85
25 150 14 3 0,03 30.000 3,38 1,13
26 150 85 3 0,19 190.000 2,38 0,79
27 150 84 3 0,19 190.000 2,38 0,79
28 150 86 3 0,19 190.000 2,38 0,79
29 150 117 3 0,26 260.000 2,14 0,71
30 150 92 3 0,20 200.000 2,34 0,78

3 0,28 2,08

Rata-rata 150 127

280.000 0,69
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- Nilai DPMO

Total Produk Defect
Jumlah Unit XCTQ

DPMO = % 1.000.00 ©)

- Level Sigma

Level sigma = Normsinv (1-DPMO/1000000) + 1,5 (8)

- Kapabilitas Proses (Cp)

Cp - level;lgma (9)

Adapun perhitungan DPO, DPMO, level sigma, dan
kapabilitas proses pada defect wafer stick terdapat pada
Tabel 3. Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 3,
diketahui besarnya peluang terjadi defect adalah sebesar
0,28 dari 150 unit. Sedangkan besarnya peluang terjadi
defect per satu juta kejadian adalah sebesar 280.000. Rata-
rata level sigma yang dihasilkan adalah sebesar 2,08 dengan
demikian level sigma yang dimiliki telah masuk kategori
cukup karena rata-rata industri di Indonesia adalah 2,00
(Gaspersz, 2005). Kapabilitas proses yang dihasilkan adalah
sebesar 0,69. Lebih lanjut menurut (Rimantho & Athiyah,
2019) nilai Cp < 1,00 mengidentifikasi bahwa proses tersebut
menghasilkan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan
tidak capable. Dengan demikian, kapabilitas proses tersebut
masih kurang untuk standar Indonesia, yaitu 1,00 < Cp <
1,33.

Analyze

Pada tahap analyze dilakukan analisis penyebab defect
produk wafer stick di PT Garudafood Putra Putri Jaya. Tujuan
dari tahap ini adalah untuk menganalisis hasil dari
pengukuran yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya
dengan memanfaatkan diagram sebab akibat. Berikut adalah
diagram sebab akibat dari defect wafer stick.

Defect Panjang Stick

Berdasarkan hasil dari fishbone diagram pada Gambar 3,
diketahui terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan
defect panjang stick pada produk wafer stick, yaitu faktor
mesin, faktor metode, dan faktor manusia. Faktor mesin
yang menyebabkan defect panjang stick tidak standar pada
produk wafer stick yaitu terjadinya eror pada sensor mesin
baking. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan
sensor error, antara lain suhu cutter, suhu ruangan, serta
sensor kotor. Metode yang kurang tepat juga dapat
berdampak pada defect panjang stick. Metode tersebut
adalah mesin yang terus bekerja. Mesin yang terus bekerja
dapat menyebabkan mesin tidak dapat berjalan secara
optimal, sehingga output stick yang dihasilkan juga kurang
optimal. Manusia merupakan salah satu faktor yang dapat
berpengaruh terhadap kualitas produk. Faktor manusia yang
dimaksud adalah operator tidak fokus dan emosi operator
tidak stabil. Fokus operator menurun dapat dikarenakan
suhu ruangan baking yang cukup tinggi sehingga performa
kinerja juga akan turun. Selain itu, emosi operator juga
berperan dalam pengendalian kualitas produk.

Defect Diameter Stick

Berdasarkan hasil dari fishbone diagram pada Gambar 4,
diketahui terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan
defect diameter stick pada produk wafer stick, yaitu faktor
mesin, faktor metode, dan faktor manusia. Terdapat
beberapa faktor mesin yang menyebabkan defect diameter
stick, yaitu cetakan yang tidak stabil, spinner yang tidak pas,
serta nozzle aus. Cetakan yang tidak stabil tentunya dapat
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menyebabkan lebar dan tebal pita yang dihasilkan tidak
stabil juga. Sama hal nya dengan cetakan, spinner yang tidak
pas juga membuat lilitan yang dihasilkan tidak stabil.
Kemudian, jika ditinjau dari sisi nozzle, nozzle yang aus
dapat menyebabkan settingannya berubah sehingga akan
berdekatan dengan spinner. Metode yang kurang tepat
dapat berdampak terhadap defect diameter stick. Metode
yang dimaksud adalah adonan yang belum didiamkan.
Adonan yang masih fresh, memiliki suhu adonan yang
rendah sehingga apabila dituangkan masih belum tercampur
dengan rata. Faktor manusia yang berpengaruh terhadap
defect diameter stick pada produk wafer stick adalah
operator tidak fokus dan emosi operator tidak stabil.
Operator yang kehilangan fokus saat bekerja dapat
menyebabkan terjadinya defect pada saat proses produksi.
Emosi yang tidak stabil juga dapat menyebabkan operator
salah dalam mengambil keputusan pada saat bekerja.

Defect Visual Stick

Berdasarkan hasil dari fishbone diagram pada Gambar 5,
diketahui terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan
defect visual stick pada produk wafer stick, yaitu faktor
mesin, faktor metode, dan faktor manusia. Mesin yang tidak
berjalan optimal dapat mempengaruhi kualitas produk yang
dihasilkan. Contohnya infus yang macet, dan nozzle yang
aus. Infus yang macet dapat menyebabkan proses
penggulungan tidak dapat berjalan sempurna. Selain itu,
nozzle aus juga menyebabkan visual stick tidak menarik
karena gulungan yang dihasilkan bisa sangat kecil atau bisa
juga susah untuk digulung. Pada proses produksi wafer stick,
metode yang kurang tepat tentunya dapat mempengaruhi
output yang dihasilkan. Contohnya saja spinner yang tidak
pas dengan suhu oven, dan adonan yang belum didiamkan.
Spinner yang tidak pas dengan suhu oven dapat
menyebabkan visual stick yang dihasilkan bergelombang.
Sedangkan adonan vyang belum didiamkan dapat
menyebabkan visual stick yang dihasilkan berpori-pori. Pada
suatu pekerjaan, manusia tentunya memiliki peran yang
sangat penting. Sama halnya di sebuah industri, manusia
juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas suatu
produk. Operator yang tidak fokus dan emosi yang tidak
stabil menjadi hal yang perlu diperhatikan (Prajuna et al.,
2017). Hilangnya kefokusan dapat mengakibatkan output
yang dihasilkan tidak maksimal. Selain itu, emosi yang tidak
stabil juga membuat kualitas yang dihasilkan menjadi buruk.

Improve

Pada tahap improve dilakukan pembuatan rencana
perbaikan dari defect produk wafer stick di PT Garudafood
Putra Putri Jaya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk
menetapkan rencana perbaikan (action plan).

FMEA Defect Panjang Stick

Analisis FMEA untuk defect panjang stick ditunjukkan
pada Tabel 4. Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui nilai
RPN tertinggi terdapat pada faktor mesin dengan nilai S
sebesar 5, artinya tingkat keparahan dari dampak yang
ditimbulkan bersifat sedang karena apabila panjang stick
tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat
mengganggu proses pengemasan dan menyebabkan
adanya kebocoran pada endseal. Cause of failure didapati
bahwa sensor error mendapat nilai O sebesar 7, dengan
current controls yaitu melakukan pergantian sensor pada
mesin yang bermasalah mendapat nilai D sebesar 5. Adapun
nilai RPN didapatkan dari S x O x D atau 5 x 7 x 5 sehingga
hasilnya ialah 175. Adapun usulan perbaikan yang diberikan
terdapat pada Tabel 5 diurutkan berdasarkan priority number
dari nilai RPN yang terbesar ke terkecil.



Berdasarkan usulan perbaikan defect panjang stick pada
Tabel 5, diketahui prioritas perbaikan pertama adalah sensor
error mendapat nilai RPN 175 dengan rekomendasi
perbaikan membuat standar penggantian sensor mesin
baking, serta melakukan cleaning pada sensor lama dua jam
sekali. Prioritas perbaikan kedua adalah mesin terus bekerja,
operator tidak fokus, dan emosi operator tidak stabil. Mesin
terus bekerja mendapat nilai RPN 45 dengan rekomendasi
perbaikan membuat jadwal istirahat mesin secara

CAUSE
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bergantian. Operator tidak fokus mendapat nilai RPN 45
dengan rekomendasi perbaikan menyalakan musik untuk
menggugah semangat pekerja dengan volume kecil pada
ruangan. Emosi operator tidak stabil mendapat nilai RPN 45
dengan rekomendasi perbaikan menyediakan ruangan
dengan suhu rendah untuk operator istirahat sejenak tetapi
juga memberi batas waktu penggunaan ruangan.

EFFECT

Manusia

Operator Tidak Fokus

Emosi Operator
Tidak Stabil

Sensor error

Panjang Stick

)

Mesin terus bekerja

Tidak Standar

Gambar 3. Fishbone diagram defect panjang stick tidak standar

CAUSE

EFFECT

Operator Tidak Fokus !

Emosi Operator
Tidak Stabil

Cetakan tidak stabil

Spinner tidak pas
dengan suhu oven
Nozzle aus

Diameter Stick

§> N

Adonan belum
didiamkan

Tidak Standar

Gambar 4. Fishbone diagram defect diameter stick tidak standar

CAUSE

EFFECT

Operator Tidak Fokus !

Emosi Operator
Tidak Stabil

Infus macet

Nozzle aus

Visual Stick

2) N

Adonan belum
didiamkan

Gambar 5. Fishbone diagram defect visual stick tidak standar

FMEA Defect Diameter Stick

Analisis FMEA untuk defect diameter stick ditunjukkan
pada Tabel 6. Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui nilai
RPN tertinggi terdapat pada faktor mesin dengan nilai S

Spinner tidak pas
dengan suhu oven

Tidak Stand

sebesar 6, artinya tingkat keparahan dari dampak yang
ditimbulkan bersifat signifikan karena apabila diameter stick
tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat
mengganggu proses pengemasan dan menyebabkan
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adanya kebocoran pada longseal. Cause of failure spinner
tidak pas mendapat nilai O sebesar 6, dengan current
controls yaitu melakukan setting ulang pada spinner setiap
pergantian adonan baru mendapat nilai D sebesar 4. Adapun
nilai RPN didapatkan dari S x O x D atau 6 x 6 x 4 sehingga
hasilnya ialah 144. Cause of failure nozzle aus mendapat
nilai O sebesar 6, dengan current controls yaitu melakukan
pergantian nozzle pada mesin yang bermasalah mendapat
nilai D sebesar 4. Adapun nilai Risk Priority Number (RPN)
didapatkan dari S x O x D atau 6 x 6 x 4 sehingga hasilnya
ialah 144. Adapun usulan perbaikan yang diberikan terdapat
pada Tabel 7 diurutkan berdasarkan priority number dari nilai
RPN yang terbesar ke terkecil.

Berdasarkan usulan perbaikan defect diameter stick
pada Tabel 7, diketahui prioritas perbaikan pertama adalah
spinner tidak pas dengan suhu oven, serta nozzle aus.
Spinner tidak pas dengan suhu oven mendapat nilai RPN
144 dengan rekomendasi perbaikan melakukan evaluasi
terhadap standar spinner yang telah ditetapkan, dan
memberikan training atau pelatihan kepada operator
mengenai sop dalam penggunaan spinner mesin. Nozzle
aus mendapat nilai RPN 144 dengan rekomendasi perbaikan
membuat standar waktu penggantian nozzle pada nozzle
yang bermasalah. Prioritas perbaikan kedua adalah adonan
belum didiamkan mendapat nilai RPN 120 dengan
rekomendasi perbaikan melakukan evaluasi terhadap
standar adonan yang telah ditetapkan, dan memberikan
training atau pelatihan kepada operator mengenai waktu
tunggu adonan. Prioritas perbaikan ketiga adalah cetakan

Tabel 4. FMEA defect panjang stick

tidak stabil mendapat nilai RPN 96 dengan rekomendasi
perbaikan melakukan evaluasi terhadap cetakan yang ada,
dan membuat standar pergantian cetakan. Prioritas
perbaikan keempat adalah emosi operator tidak stabil
mendapat nilai RPN 72 dengan rekomendasi perbaikan
menyediakan ruangan dengan suhu rendah untuk operator
istirahat sejenak tetapi juga memberi batas waktu
penggunaan ruangan. Prioritas perbaikan kelima adalah
operator tidak fokus mendapat nilai RPN 54 dengan
rekomendasi  perbaikan  menyalakan musik  untuk
menggugah semangat pekerja dengan volume kecil pada
ruangan.

FMEA Defect Visual Stick

Analisis FMEA untuk defect visual stick ditunjukkan pada
Tabel 8. Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui nilai RPN
tertinggi terdapat pada faktor metode dengan nilai S sebesar
5, artinya tingkat keparahan dari dampak yang ditimbulkan
bersifat sedang karena apabila visual stick tidak sesuai
dengan standar yang ditetapkan dapat menghasilkan produk
yang tidak menarik, dan menyebabkan adanya kebocoran
visual atau mikro. Cause of failure spinner tidak pas dengan
suhu oven mendapat nilai O sebesar 6, dengan current
controls yaitu melakukan perbaikan infus pada mesin yang
bermasalah mendapat nilai D sebesar 5. Adapun nilai RPN
didapatkan dari S x O x D atau 5 x 6 x 5 sehingga hasilnya
ialah 150. Adapun usulan perbaikan yang diberikan terdapat
pada Tabel 9 diurutkan berdasarkan priority number dari nilai
RPN yang terbesar ke terkecil.

l\lﬂzgﬁﬁrgf Effect of Failure S Cause of Failure (0] Current Controls D RPN
Mesin
Sensor error 7  Melakukan pergantian 5 175
sensor pada mesin yang
bermasalah
Mengganggu Metode
proses Mesin terus 3 Memberi jeda pada 3 45
Panjang pengemasan dan 5 bekerja mesin setelah dilakukan
stick menyebabkan maintenance
adanya kebocoran Manusia
pada endseal Operator tidak 3 Memberi jam istirahat 3 45
fokus yang sesuai
Emosi operator 3 Mengawasi dan 3 45

tidak stabil

mengingatkan operator
untuk tetap profesional

Tabel 5. Usulan perbaikan defect panjang stick

Priority Cause of Failure RPN Recommendation
Number
1 Sensor eror 175 Membuat standar pergantian sensor mesin baking, melakukan cleaning
pada sensor selama dua jam sekali
2 Mesin terus 45 Membuat jadwal istirahat mesin secara bergantian
bekerja
Operator tidak 45 Menyalakan musik untuk menggugah semangat pekerja dengan volume
fokus kecil pada ruangan
Emosi operator 45 Menyediakan ruangan dengan suhu rendah untuk operator istirahat sejenak
tidak stabil tetapi juga memberi batas waktu penggunaan ruangan

Adapun usulan perbaikan yang diberikan terdapat pada
Tabel 9, diurutkan berdasarkan priority number dari nilai
RPN yang terbesar ke terkecil.Prioritas perbaikan pertama
adalah spinner tidak pas dengan suhu oven mendapat nilai
RPN 150 dengan rekomendasi perbaikan melakukan
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evaluasi terhadap standar spinner yang telah ditetapkan, dan
memberikan training atau pelatihan kepada operator
mengenai sop dalam penggunaan spinner mesin. Prioritas
perbaikan kedua adalah adonan belum didiamkan mendapat
nilai RPN 120 dengan rekomendasi perbaikan melakukan



evaluasi terhadap standar adonan yang telah ditetapkan,
dan memberikan training atau pelatihan kepada operator
mengenai waktu tunggu adonan. Prioritas perbaikan ketiga
adalah nozzle aus mendapat nilai RPN 100 dengan
rekomendasi  perbaikan membuat standar  waktu
penggantian nozzle pada nozzle yang bermasalah. Prioritas
perbaikan keempat adalah infus macet mendapat nilai RPN
75 dengan rekomendasi perbaikan membuat standar
pemeliharaan pada infus mesin baking. Prioritas perbaikan
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kelima adalah emosi operator tidak stabil mendapat nilai
RPN 60 dengan rekomendasi perbaikan menyediakan
ruangan dengan suhu rendah untuk operator istirahat
sejenak tetapi juga memberi batas waktu penggunaan
ruangan. Prioritas perbaikan keenam adalah operator tidak
fokus mendapat nilai RPN 45 dengan rekomendasi
perbaikan menyalakan musik untuk menggugah semangat
pekerja dengan volume kecil pada ruangan.

Tabel 6. FMEA defect diameter stick

g;ﬁjerem Effect of Failure S Cause of Failure 0] Current Controls D RPN
Mesin
Cetakan tidak 4  Memberikan peer sebagai 4 96
stabll penahan cetakan
Spinner tidak pas 6  Melakukan setting ulang 4 144
Mengganggu pada spinner setiap
proses pergantian adonan baru
Diameter pengemasan dan Nozzle aus 6  Melakukan pergantian 4 144
Stick menyebabkan nozzle pada mesin yang
adanya kebocoran 6 bermasalah
pada longseal Metode
Adonan belum 5 Mendiamkan adona}n 4 120
didiamkan selama 5 — 10 menit
Manusia
Operator tidak 3 Memberi jam istirahat 3 54
fokus yang sesuai
Emosi operator 3  Mengawasi dan 4 72
tidak stabll mengingatkan operator

untuk tetap profesional

Tabel 7. Usulan perbaikan defect diameter stick

Priority Cause of Failure RPN  Recommendation
Number
1 Spinner tidak pas dengan 144  Melakukan evaluasi terhadap standar spinner yang telah
suhu oven ditetapkan, memberikan training atau pelatihan kepada operator
mengenai sop dalam penggunaan spinner mesin
Nozzle aus 144  Membuat standar waktu pergantian nozzle pada nozzle yang
bermasalah
2 Adonan belum didiamkan 120 Melakukan evaluasi terhadap standar adonan yang telah
ditetapkan, memberikan fraining atau pelatihan kepada operator
mengenai waktu tunggu adonan
3 Cetakan tidak stabil 96 Melakukan evaluasi terhadap cetakan yang ada, Membuat standar
pergantian cetakan
4 Emosi operator tidak stabil 72 Menyediakan ruangan dengan suhu rendah untuk operator istirahat
sejenak tetapi juga memberi batas waktu penggunaan ruangan
5 Operator tidak fokus 54 Menyalakan musik untuk menggugah semangat pekerja dengan

volume kecil pada ruangan

Tabel 8. FMEA Defect Visual Stick

Mode of

Failure Effect of Failure S Cause of Failure O  Current Controls D RPN
Menghasilkan Mesin
9 ) Infus macet 5 Melakukan perbaikan 3 75
produk yang tidak inf d -
_ _ menarik. dan infus pada mesin yang
Visual Stick men ebébkan bermasalah
adar?/ 2 kebocoran Nozzle aus 5 Melakukan pergantian 4 100
dany. X 5 nozzle pada mesin yang
visual atau mikro
bermasalah
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Tabel 8. (Lanjutan)

Mode of

Failure Effect of Failure S Cause of Failure O  Current Controls D RPN
Metode
Spinner tidak pas 6  Melakukan setting ulang 5 150

dengan suhu

oven

Adonan belum

pada spinner setiap
pergantian adonan baru
6 Mendiamkan adonan 4 120

didiamkan selama 5 - 10 menit
Manusia
Operator tidak 3 Memberi jam istirahat 3 45
fokus yang sesuai
Emosi operator 3 Mengawasi dan 4 60
tidak stabil mengingatkan operator
untuk tetap profesional
Tabel 9. Usulan perbaikan defect visual stick
I\l/’r/or/ty Cause of Failure RPN  Recommendation
umber
1 Spinner tidak pas dengan suhu 150 Melakukan evaluasi terhadap standar spinner yang telah
oven ditetapkan, memberikan fraining atau pelatihan kepada operator
mengenai sop dalam penggunaan spinner mesin
2 Adonan belum didiamkan 120 Melakukan evaluasi terhadap standar adonan yang telah
ditetapkan, memberikan fraining atau pelatihan kepada operator
mengenai waktu tunggu adonan
3 Nozzle aus 100 Membuat standar waktu pergantian nozzle pada nozzle yang
bermasalah
4 Infus macet 75 Membuat standar pemeliharaan pada infus mesin baking
5 Emosi operator tidak stabil 60 Menyediakan ruangan dengan suhu rendah untuk operator
istirahat sejenak tetapi juga memberi batas waktu penggunaan
ruangan
6 Operator tidak fokus 45 Menyalakan musik untuk menggugah semangat pekerja dengan
volume kecil pada ruangan
KESIMPULAN ruangan, serta menyalakan musik untuk menggugah

Kesimpulan penelitian menunjukkan nilai sigma kualitas
produk wafer stick selama bulan September 2023 -
Desember 2023 adalah sebesar 2,08 yang berarti masih jauh
dari nilai 60 namun masih sesuai dengan rata-rata industri di
Indonesia. Kapabilitas proses yang dihasilkan adalah 0,69
yang artinya kapabilitas proses cukup rendah, sehingga
diperlukan  adanya  tindakan  perbaikan  dengan
menggunakan metode FMEA. Berdasarkan hasil
pengolahan data menggunakan metode FMEA dapat
diketahui usulan perbaikan yang dapat diberikan pada defect
panjang stick adalah membuat standar penggantian sensor
mesin baking, melakukan cleaning pada sensor secara rutin,
membuat jadwal istirahat mesin secara bergantian,
menyalakan musik untuk menggugah semangat pekerja
dengan volume kecil pada ruangan, serta menyediakan
ruangan dengan suhu rendah untuk operator istirahat
sejenak tetapi juga memberi batas waktu penggunaan
ruangan. Usulan perbaikan yang dapat diberikan pada defect
diameter stick adalah melakukan evaluasi terhadap standar
spinner yang telah ditetapkan, memberikan training atau
pelatihan kepada operator mengenai spinner mesin,
membuat standar penggantian nozzle, melakukan evaluasi
terhadap standar adonan yang telah ditetapkan, memberikan
training atau pelatihan kepada operator mengenai waktu
tunggu adonan, melakukan evaluasi terhadap cetakan yang
ada, membuat standar pergantian cetakan, menyediakan
ruangan dengan suhu rendah untuk operator istirahat
sejenak tetapi juga memberi batas waktu penggunaan
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semangat pekerja dengan volume kecil pada ruangan.

Usulan perbaikan yang dapat diberikan pada defect
visual stick adalah melakukan evaluasi terhadap standar
spinner yang telah ditetapkan, memberikan training atau
pelatihan kepada operator mengenai spinner mesin,
melakukan evaluasi terhadap standar adonan yang telah
ditetapkan, memberikan training atau pelatihan kepada
operator mengenai waktu tunggu adonan, membuat standar
penggantian nozzle, membuat standar pemeliharaan pada
infus mesin baking, menyediakan ruangan dengan suhu
rendah untuk operator istirahat sejenak tetapi juga memberi
batas waktu penggunaan ruangan, serta menyalakan musik
untuk menggugah semangat pekerja dengan volume kecil
pada ruangan.
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